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Abstract of FR2608328 

The invention relates to a method for 
connecting a first printed circuit I to a second 
printed circuit II. The first I and second II 
printed circuits respectively include a plurality 
of lands (connection pads) ZCi and of 
connection terminals BCi, which are distributed 
with similar pitches. According to the invention, 
the method consists in forming, on the second 
printed circuit II, at the site of a plurality of 
connection terminals BCi, at least one 
connection edge BCO. The lands (connection 
pads) ZCi of the first printed circuit I are 
applied in correspondence with some of the 
connection terminals BCi of the printed circuit 
li and the lands (connection pads) ZCi and the 
corresponding connection terminals BCi are 
then bonded (soldered). Application to the 
production of electronic circuits, in which one 
or more printed circuits constituting the first 
printed circuit I are connected to a second 
printed circuit II constituting the motherboard 
or the base board of the circuit. 
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Procede de connexion d'un premier circuit imprime a un deuxieme circuit imprime et circuits imprimes permettant 
la mise en suvre d'un tel procede et ainsi interconnects. 
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(57) L'invention concerne un procede de connexion d'un pre- 
mier circuit imprime a un deuxieme circuit imprime II. 

Les premier I et deuxieme II circuits imprimes component 
respectivement une plurality de zones de connexion ZCi et de 
bornes de connexion BCi, distributes selon des pas sembla- 
bles. Conformement a l'invention. le procede consiste a former 
sur le deuxieme circuit imprimG II, au niveau d'une pluralite de 
bornes de connexion BCi au moms un bord de connexion BCO. 
Les zones de connexion ZCi du premier circuit imprime I sont 
appfiquees en correspondance avec certaines bornes de 
connexion BCi du circuit imprime II et les zones de connexion 
ZCi et les bornes de connexion BCi correspondantes sont alors 
soudees. 

Application a la realisation de circuits 6lectroniques. dans 
lesquels un ou plusieurs circuits imprimes constituant le pre* 
mier circuit imprime I sont connectes a un deuxieme circuit 
imprime II constituant la carte mere ou la carte de base du 
circuit 
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L 1 invention concerne un proce'de' de connexion 
d'un circuit imprime a un autre circuit imprint et aux 
circuits imprimis permettant la mise en oeuvre d'un tel 
proctdt et ainsi interconnects . 

Actuellement, pour rtaliser 1 1 interconnexion 
d'un premier circuit imprime" represents en figure 1a 
comportant un certain nombre de composants tlectroniques 
interconnectes a une plurality de zones de connexions 
ZC1, ZC2...ZC6 distributes au voisinage de l'un des bords 
de celui-ci f premier circuit imprim<§ tel que les circuits 
a plaquette ceramique par exemple, a un deuxieme circuit 
imprimt, jouant par exemple le r61e de carte mere, ou 
carte de base, et. comportant une plurality de bornes de 
connexion BC1...BCi dont une face au moins est metalli- 
ste, les zones de connexion du premier circuit imprime 
et les bornes de connexion du deuxieme circuit imprime" 
etant distributes selon un meme pas ou un pas semblable 
P = kp avec k ^ 1, il est n^cessaire, lorsque, ainsi 
que represents en figure 1b , le deuxieme circuit imprime" 
comporte par exemple comme borne de connexion, des trous 
dont au moins une face est mStalliste, de munir les zo- 
nes de connexion du premier circuit imprimS, de queues 
de connexion, celles-ci devant etre enfichees dans les 
trous correspondants du deuxieme circuit imprime, puis 
soudtes aux metallisations de ces derniers. 

Pour la mise en oeuvre a l'Schelle indus- 
trielle d'un tel processus de connexion, il est ntces- 
saire a partir de queues de connexion/ dont les extrS- 
mitSs sont rendues mtcaniquement solidaires par des 
bandes metalliques, pour leur distribution dans le 
commerce, ainsi que represents en figure 1c, de suppri- 
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mer ladite bande metallique des zones de contact des 
queues de connexion destinies a §tre connect^es par 
soudure aux zones de contact du premier circuit impri- 
me, ainsi que represente en figure Id, puis, ainsi que 
represented en figure 1e, de configurer la barrette de 
queues de connexion au profil des zones de connexion 
du premier circuit imprime. L 1 operation de soudure des 
zones de contact des queues de connexion peut alors 
§tre effectu<§e tel que represente en figure 1f, et la 
deuxieme bande metallique maintenant l^xtremite oppo- 
s£e des queues de connexion peut alors itre supprim^e 
en rendant libre celle-ci, ainsi que represente sur 
la mime figure 1f. Le premier circuit imprime , muni 
de ses queues de connexion peut alors etre intercon- 
nect^ au deuxieme circuit imprime, les queues de con- 
nexion pr£cit£esdtant enfichees dans les trous corres- 
pondants de celui-ci puis soudees aux metallisations 
de ces derniers ainsi que represented en figure 1g. 
II est manifeste qu'une telle succession d' operations 
eiementaires, toutes n^cessaires, est particulierement 
consommatrice de temps de travail et en definitive 
fort onereuse. En outre, les queues de connexion cons- 
tituent, pour la realisation de 1 ■ interconnexion, des 
elements rapportes par soudure, lesquels dans toutes les 
configurations de circuits eiectroniques sent susceptibles de 
nuire a la fiabilite de ces derniers. 

De meme, les queues de connexion, rapportees 
constituent, outre 1 • augmentation de prix de revient 
du seul fait de leur temps de mise en oeuvre, une aug- 
mentation non negligeable de ce m6me prix de revient 
du seul fait m€me de leur presence. 

Li invent ion a pour but de supprimer 1' en- 
semble des desavantages precedemment mentionnes. 
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Un objet du procedt objet de 1" invention 
est la mise en oeuvre d'un procede de connexion d'un 
premier circuit imprimt ct un deuxieme circuit imprimt 
dans lequel 1 'utilisation des queues de connexion est 
supprimee . 

Un autre objet de la prdsente invention 
est la mise en oeuvre d'un procedt de connexion d'un 
ou plusieurs premiers & un deuxieme circuit imrpimd 
dans lequel 1 ' interconnexion entre premier et deuxieme 
circuit imprime presente un degre de fiabilite aratliore. 

Un autre objet de la presente invention 
est enfin la mise en oeuvre d'un proctdt de connexion 
ou d ' interconnexion d'un ou plusieurs premiers £ un 
deuxieme circuit imprime, dans lequel un gain impor- 
tant dans les frais d ' investissement en materiel, en 
temps de mise en oeuvre et en productivity est obtenu. 

Le proctdt de connexion d'un premier cir- 
cuit imprime £ un deuxieme circuit imprime, objet de 
. 1' invention, le premier circuit imprimt comportant 
une plurality de zones de connexion distributes au 
voisinage de 1'un des bords de celui-ci et le deuxieme 
circuit imprime comportant une pluralite de bornes de 
connexion dont une face au mo ins est mttalliste, les 
zones de connexion du premier circuit imprimt et les 
bornes de connexion du deuxieme circuit imprime etant 
distributes selon un pas semblable, est remarquable 
en ce qu'il consiste ^ former sur le deuxieme circuit 
imprime, au niveau d'une pluralite de bornes de con- 
nexion, au moins un bord de connexion, lesdites bornes 
ttant fonctionnellement rtunies par enlevement de ma- 
tiere, h. appliquer lesdites rones de connexion dudit 
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premier circuit imprime, ledit premier circuit impri- 
me etant applique sur ledit bord de connexion et les 
plans moyens desdits premier et deuxieme circuit im- 
prime etant sensiblement perpendiculaires, h souder 
lesdites zones de connexion et lesdites bornes de 
connexion correspondantes . 

L 1 invention a egalement pour objet une pla- 
quette de circuit imprime remarquable en ce qu'elle 
comprend une pluralite de bornes de connexion fornixes 
par des metallisations , espacees selon un pas deter- 
mine^ les bornes pouvant etre f onctionnalis^es par 
enlevement de matiere pour former un bord de connexion 
pour la mise en oeuvre du procede de connexion objet 
de 1' invention. 

L ' invention sera mieux comprise h la lec- 
ture de la description et £ 1 ' observation des dessins 
ci-apres dans lesquels outre les figures 1a & 1g 
relatives & l'art ant^rieur d4jh cities, 

- les figures 2a et "2b repr^sentent un mode 
de realisation avantageux du proce*d6 de connexion d'un 
premier circuit imprime' ci un deuxieme circuit imprime* 
objet de 1' invention, 

- les figures 3a et 3b representent un deu- 
xieme mode de realisation du precede de connexion d'un 
premier circuit imprime k un deuxieme circuit imprime 
conformement & 1 'objet de 1' invention, 

- les figures 4a et 4b representent un mode 
de realisation d'un procede de connexion, plus parti- 
ciilierement avantageux d'un premier circuit imprime 

& un deuxieme circuit imprime, mode de realisation 
pref erentiel, susceptible de presenter une meilleure 
tenue mecanique en general. 
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Le proc^de objet de 1" invention sera tout 
d'abord deer it dans sa premiere variante de realisation 
telle que representee schematiquement par les figures 
2a et 2b. 

Selon les figures pr^citees , le premier 
circuit imprime est note I et le deuxieme circuit im- 
prime est note II. Ainsi qu'il a ete rappeie, preala- 
blement dans la description, le premier circuit imprime 
I comporte une pluralite de zones de connexion notees 
ZCi, distribuees au voisinage de l'un des bords de 
celui-ci. Le deuxieme circuit imprime II comporte une 
pluralite de bornes de connexion BCi r dont une face 
au mo ins est metallisee. Le circuit imprime, deuxieme 
circuit imprime II, comporte avec les zones de connexion 
BCi precitees des pistes metallisees traditionnellement 
incluses sur les faces du circuit imprime, normalement 
disponible dans le commerce. Sur la figure 2b en par- 
ticulier, ainsi que sur la figure 2a, on a represente 
ces pistes selon une configuration particuliere non 
limitative, les bornes de connexion BCi pouvant notam- 
ment consister egalement de maniere non limitative, 
en des bandes metallisees, lesquelles constituent les 
circuits imprimes standard, normalement disponibles 
dans le commerce. 

Les bornes de connexion du circuit imprime 
constituant deuxieme circuit imprime II, bornes BCi, 
et les zones de connexion ZCi du premier circuit impri- 
me I sont distribuees selon un pas semblable. Le cir- 
cuit imprime ou deuxieme circuit imprime II constituant 
ainsi carte de base,ou carte mere, pour la connexion 
du premier circuit imprime I ou d'une pluralite de 
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ces premiers circuits imprimis, les bornes de connexion 
BCi ou les bandes mdtalliques correspondantes , ainsi que 
pr£c6denunent decrites, sont espac^es par exemple d'un 
pas p aux dimensions standard des circuits imprimis, 
disponibles dans le commerce. Le circuit imprint ou 
premier circuit imprime I, comporte des zones de con- 
nexion notees ZCi, celles-ci etant bien entendu distri- 
butes selon un pas semblable. Par pas semblable, on en- 
tend un espacement entre les zones ZCi, note P tel que 
P » kp avec k ^ 1 . 

Selon le premier mode de realisation 
du proc£d£ objet de 1' invention, celui-ci consiste & 
former sur le deuxi&me circuit imprime* II, au niveau 
d'une plurality de bornes de connexion BCi, au moins 
un bord de connexion note BCO. Sur la figure 2a,, on a 
represente le bord de connexion BCO forme par enlevement 
de mati&re, les bornes BCi etant ainsi f onctionnellement 
rtunies par 1 ' enlevement de mati&re pr^citte. Sur la 
figure 2a, la partie de raatiere enlevte est representee 
par la zone hachur£e deiimitee par le plan de coupe CC, 
sur la plaquette de circuit imprime II. 

Conform6ment au proc6d£ de connexion d'un 
premier circuit imprime k un deuxi&me circuit imprime 
objet de l 1 invention, ainsi que represents en figure 2b, 
les zones de connexion ZCi du premier circuit imprime I 
sont appliquees en correspondance avec au moins certaines 
bornes de connexion BCi du deuxi&me circuit imprime II. 
Dans ce but, le premier circuit imprime I est applique 
sur le bord de connexion BCO, const itue sur le deuxieme 
circuit imprime II. De manifere avantageuse, non limita- 
tive, les plans moyens des premier et deuxieme circuits 
imprimes I et II sont sensiblement perpendiculaires , 
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ainsi que repr6sente en figure 2b • Les zones de con- 
nexion ZCi et les bornes de connexion BCi correspon- 
dantes sont alors soudees de maniere h r£aliser le 
contact electrique entre zones de connexion ZCi et 
bornes de connexion BCi correspondantes. 

Conform6ment & un aspect avantageux non 
limitatif du proc£d£ objet de 1' invention, prealable- 
ment & 1" operation consistant h souder les zones de 
connexion ZCi et les bornes de connexion BCi corres- 
pondantes, les premier I et deuxieme II circuits im- 
primis sont rendus mecaniquement solidaires par col- 
lage, assemblage m£canique ou analogue. Ainsi, 1 'as- 
semblage mecanique des premier circuit imprimd I et 
deuxieme circuit imprime II etant realist, 1' opera- 
tion de soudure des zones de connexion ZCi et BCi 
correspondantes peut ensuite etre effectu£e. 

L 1 operation de soudure pr£cedemment citee 
peut avantageusement etre effectuee, soit manuellement , 
soit ct l'echelle industrielle, par une soudure du type 
soudure & la vague. 

Dans le mode de realisation du procede objet 
de 1' invention tel que represente en figures 2a et 2b, 
on notera que le bord de connexion BCO peut etre cons- 
titue soit par un bord du circuit imprime, constituant 
deuxieme circuit imprime II, apres enlevement de ma- 
ti&re, soit par un bord du deuxieme circuit imprime 
II constituant le bord d'origine de celui-ci. 

On notera que sur 1" ensemble des sch^mas 
des figures 1a & 1g et 2a et 2b, on a represente le 
premier circuit imprime I comme un circuit imprime 
comportant par exemple un r^seau de resistances en 
couche epaisse, cette representation etant donnie a 
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seul titre d'exemple non limitatif, laquelle sera 
conserv^e dans les figures 3a , 3b et 4a, 4b, relatives 
& d'autres modes de realisation du proc£d£ objet de 
1' invention. 

Une variante de realisation du proc£d£ ob- 
jet de 1» invention sera d£crite en liaison avec les 
figures 3a et 3b selon un deuxi&me mode de realisation. 

Conf ornament aux figures precitees, le 
bord de connexion BCO peut avantageusement ^tre 
constitue par une fente ouverte, notee FO, sur la fi- 
gure 3a et sur la figure 3b. La fente ouverte FO est 
bien entendu m^nag^e dans le deuxi&me circuit imprime 
II. La fente ouverte FO ayant ete menagee de facon h 
former le bord de connexion BCO, telle que representee 
en figure 3a, 1' enlevement de mati&re correspondant 
pour realiser la fente ouverte FO permet egalement de 
reunir f onctionnellement les bornes de- connexion BCi 
du circuit imprime constituant le deuxieme circuit 
imprime II, de maniere analogue au mode de realisation 
decrit avec liaison avec les figures 2a et 2b. 

La fente ouverte FO ayant ete ainsi menagee 
le circuit imprime ou premier circuit imprime I peut 
alors £tre introduit, le circuit imprime I etant in- 
troduit par glissement dans la fente ouverte FO pour 
amener les bornes de connexion BCi et les zones de con 
nexion ZCi correspondantes en vis-&-vis. Bien entendu, 
prealablement a 1 1 introduction du circuit imprime 
constituant premier circuit imprime I dans la fente 
ouverte FO, cette introduction etant symbolisee par 
les filches f sur la figure 3h, la face du circuit 
imprime constituant premier circuit imprime I opposee 
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£ la face comportant les zones de connexion BCi a pu 
§tre encollde par exemple, de maniere analogue au 
mode de realisation du procede d^crit en liaison avec 
les figures 2a et 2b. Le circuit imprint constituant 
premier circuit imprime I ayant ete mis en place dans 
la fente ouverte FO, ainsi que represente en figure 3b , 
1' operation de soudure des zones de connexion ZCi et 
bornes de connexion BCi correspondantes peut alors 
etre effectu^e £galement, soit par une operation ma- 
nuelle, soit par une soudure du type soudure a la vague. 

Une troisieme variante de realisation du 
procede de .connexion d'un premier circuit imprime a un 
deuxieme circuit imprime, conforme a I'objet de 1' in- 
vention sera maintenant decrite en liaison avec les fi- 
gures 4a et 4b. Selon les figures pr£cit£es,le bord 
de connexion BCO peut avantageusement etre forme par 
une fente fermee notee FF, mlnagee dans le deuxieme 
circuit imprime II , ainsi que represente en figure 4a. 
Dans le mode de realisation consider, on comprendra 
bien entendu que la fente fermee FF est menag^e dans 
le circuit imprime II constituant deuxieme circuit 
imprime, de facon a constituer le bord de connexion 
BCO, ainsi que d£crit en liaison avec les figures 2a 
et/ou 3a pr£c£dentes, 1' enlevement de matiere pour 
constituer la fente fermee FF permettant alors de 
r^unir fonctionnellement 1' ensemble des bornes de 
connexion BCi du deuxieme circuit imprime II precite. 

On notera bien entendu que de maniere avan- 
tageuse, tant dans le cas de la realisation du bord de 
connexion BCO au moyen d'une fente ouverte FO ou d'une 
fente fermee FF, que la fente correspondante presente 
une dimension transversale l r sensiblement dgale a 
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1'dpaisseur du premier circuit imprim£ I. 

En outre, dans le cas ou, conf ornament aux 
figures 4a et 4b, le bord de connexion BCO est cons- 
titu£ h partir d'une fente fermde FF, celle-ci pr£- 
sente une dimension longitudinale L , avantageusement 
sensibleroent 6gale h la dimension longitudinale cor- 
respondante du premier .circuit imprim£ I. Ainsi, apres 
encollage de la face du circuit imprint I oppos£e & 
la face comportant les zones de connexion ZCi, et 
ainsi que repr£sent£ en figure 4b, et symbolist par 
les fl&ches f*, le circuit imprim£ constituant pre- 
mier circuit imprim£ I, peut alors etre enfichd dans 
la fente ferm£e FF, les bornes de connexion BCi et 
zones de connexion ZCi correspondantes £tant bien en- 
tendu amends en vis-&-vis. 

On notera bien entendu que dans les modes 
de realisation represent^ en figures 3a et 3b, ainsi 
que notamment et en particulier dans: le mode de rea- 
lisation represent^ en figures *4a et 4b, une bonne 
cohesion in£canique de 1' ensemble constitu£ par le 
deuxifeme circuit imprime II et au moins un ou plu- 
sieurs premier circuit imprim£ I peut ainsi etre 
obtenue. 

Une description plus ddtaill^e d'une pla- 
quette de circuit imprint constituant deuxifeme cir- 
cuit imprim^ II, plus sp^cialement destine k la mise 
en oeuvre du proc£d£ objet de 1' invention, sera main- 
tenant d^crit en liaison avec les figures 2b, 3b et 
4b pr£citees v 

Corif ornament aux figures pr£cit£es, la pla- 
quette de circuit imprint comprend une plurality de 



2608328 



11 



bornes de connexion BCi, fornixes par des metallisa- 
tions.. On notera que de manifere particuliferement avan- 
tageuse, les bornes de connexion BCi du deuxi&me cir- 
cuit imprime II, susceptibles de permettre la mise en 
oeuvre du procddd objet de 1 1 invention, ne n^cessitent 
aucune perforation pour la realisation de la connexion 
entre zones de connexion ZCi du premier circuit imprime 
I, et bornes de connexion BCi correspondantes . Bien 
entendu, les bornes de connexion BCi precitees, sont 
espac^es selon un pas p determine, et les bornes pre- 
cities BCi peuvent alors §tre f onctionnalis^es par 
enlevement de matiere, pour former un bord de connexion 
BCO, pour la mise en oeuvre du procdd<§ tel que pr£c£- 
demment decrit selon les trois variantes en liaison 
avec les figures 2a, 2b, 3a, 3b et 4a, 4b prdcddentes . 

Conf ornament a un aspect particulier de 
l'objet de l 1 invention, la plaquette de circuit impri- 
me destinee h constituer deuxieme plaquette de cir- 
cuit imprime II, peut selon une premiere variante, 
etre agenc£e de fagon que le bord de connexion BCO, 
soit constitue par un bord de la plaquette de circuit 
imprime, avant ou apres enlevement de matiere. 

Selon une autre variante de realisation, 
la plaquette de circuit imprime, objet de l 1 invention, 
destinee k constituer deuxieme circuit imprime II, 
peut etre agencee de fagon que le bord de connexion 
BCO soit forme par une fente ouverte FO, m^nag^e dans 
la plaquette de circuit imprime. 

Selon une troisi^me variante de realisation 
la plaquette de circuit imprime cbnstituant deuxi&me 
circuit imprime II selon 1' invention est agence de 
fagon que le bord de connexion BCO soit forme par une 
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fente ferm^e FF , menag^e dans la plaque tte de circuit 
imprint. La fente ferm£e FF permet par 1 ' enlevement de 
mati&re correspondant pour r^aliser la fente prtcitte, 
de r£unir f onctionnellement les bornes de connexion 
BCi pr£c6demment decrites. 

On a ainsi ddcrit un proc^d^ de .connexion 
d'un premier circuit imprint I ^ un deuxifeme circuit 
imprime II, particuli^rement avantageux, en ce que, 
notamment, le procede supprime les pieces interm^diaires 
de connexion de l'art anterieur constitutes par les 
queues de connexion. 

II en rtsulte notamment une augmentation 
importante du degre de fiabilite des circuits dlectro- 
niques mettant en jeu ce type de connexion ou d 1 inter- 
connexion, degr£ de f lability augment^ , bien entendu , 
du fait de la reduction du nombre de soudures n£ces- 
saires h 1 1 interconnexion . 

Compte tenu de la reduction du nombre d' ope- 
rations pour la mise en oeuvre du procede objet de I'in- 
vention, pour r6aliser JLa connexion ou 1 ' interconnexion 
de circuit imprime precite , et compte tenu egalement 
de la reduction des coOts de materiel n^cessaire & la 
mise en oeuvre de ce procede, on peut ^valuer une eco- 
nomie du prix de revient de circuit de m£me nature, 
£valu£e ci 30 % du montant des prix de revient tradi- 
tionnels. 

En outre, on comprendra egalement que la 
mise en oeuvre du procede objet de 1' invention permet 
d'obtenir egalement une economie en investissement en 
materiel, dans la mesure ou 1' ensemble des machines 
ndcessaires & la realisation des Stapes representees 
aux figures 1a k 1g relatives au procede de l'art 
anterieur, sont supprimees. 
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REVENDI CATIONS 

1. Proctde* de connexion d ! un premier cir- 
cuit imprime* (I) £ un deuxieme circuit imprim£ (II) , 
ledit premier circuit imprime comportant une plurality 
de zones de connexion (ZCi) distributes au voisinage de 
l f un des bords de celui-ci, et ledit deuxieme circuit 
imprint comportant une plurality de bornes de connexion 
(BCi) dont une face au moins est metallisee, les zones 
de connexion (ZCi) dudit premier circuit imprime et les 
bornes de connexion (BCi) dudit deuxieme circuit imprime 
£tant distributes selon un pas, semblable, caract<§ris£ en 
ce qu'il consiste : 

- h former sur ledit deuxieme circuit impri- 
me (II) , au niveau d'une pluralite de bornes de connexion 
(BCi) , au moins un bord de connexion (BCO) , lesdites bor- 
nes (BCi) £tant fonctionnellement reunies par enlevement 
de matiere, 

- ^ appliquer lesdites zones de connexion 
(ZCi) dudit premier circuit imprime! (I) en correspondan- 
ce avec au moins certaines bornes de connexion (BCi) 
dudit deuxieme circuit imprime* (II) / ledit premier cir- 
cuit imprim£ (I) etant applique sur ledit bord de con- 
nexion (BCO) et les plans moyens desdits premier (I) 

et deuxieme (II) circuit imprime* etant sensiblement 
perpendiculaire s , 

- h souder lesdites zones de connexion 
(ZCi) et lesdites bornes de connexion (BCi) correspon- 
dantes. 

2. Procddt selon la revendication 1 , carac- 
teris£ en ce que, prtalablement & l 1 operation consistant 
^ souder lesdites zones de connexion (ZCi) et lesdites 
bornes de connexion (BCi) correspondantes, lesdits pre- 
mier (I) et deuxieme (II) circuit imprime sont rendus 
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m^caniquement solidaires par collage , assemblage m£ca- 
nique ou analogues. 

3. Proc6d£ selon I'une des revendications 
pr£c£dentes, caract£ris6 en ce que 1' operation consis- 
tant h souder lesdites zones de connexion (ZCi) et 
lesdites bornes de connexion (BCi) correspondantes, 
est effectude par une soudure ct la vague. 

4. Proc^dd selon l'une des revendications 
1 & 3, caract£ris£ en ce que ledit bord de connexion 
(BCO) est constitu^ par un bord dudit deuxieme circuit 
imprimd (II) . 

5. Proc£d£ selon 1 ' une des revendications 
14 3/ caractdris£ en ce que ledit bord de connexion 
(BCO) est constitu^ par une fente (FO) ouverte m^nagde 
dans ledit deuxieme circuit imprimd (II). 

6. Procddd selon l'une des revendications 
1 a 3, caractdris£ en ce que ledit bord de connexion 
(BCO) est form£ par une fente ferm£e (FF) m£nag£e dans 
ledit deuxieme circuit imprim£ (II) . 

7. Proc£d£ selon l'une des revendications 
5 ou 6, caract£ris6 en ce que ladite fente (FO , FF) 
pr^sente une dimension transversale (1) sensiblement 
£gale 4 I'dpaisseur dudit premier circuit imprimd (I). 

8. Proc£d£ selon les revendications 6 et 7 , 
caract£ris<§ en ce que ladite fente ferm£e (FF) pr^sente, 
une dimension longitudinale (L) sensiblement £gale h 

la dimension longitudinale correspondante dudit pre- 
mier circuit irnprim^ (I) . 

9. Plaquette de circuit imprim£, caract^- 
ris£e en ce qu'elle comprend une plurality de bornes 
de connexion (BCi), formdes par des metallisations , 
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espacees selon un pas determine, Lesdites bornes (BCi) 
pouvant etre f onctionnalisees par enlevement de matiere 
pour former un bord de connexion (BCO) pour la mise en 
oeuvre du procede selon l'une des revendications 1 a 8 

pr^cedentes . 

10- Plaquette de circuit imprime selon la 
revendication 9, caracterisee en ce que fe bord de con- 
nexion (BCO) est constitue par un bord de ladite pla- 
quette de circuit imprime. 

1 1 . plaquette de circuit imprime selon la 
revendication 9, caracterisee en ce que le bord de 
connexion (BCO) est forme par une fente ouverte (FO) 
menagee dans ladite plaquette de circuit imprint. 

12. Plaquette de circuit imprint selon la 
revendication 9, caracterisee en ce que le bord de 
connexion (BCO) est forme par une fente fermee (FF) 
menagee dans ladite plaquette de circuit imprime. 

13. Assemblage de deux ou plusieurs pla- 
quettes de circuit imprime inter connectees , caracte- 
rise en ce que lesdites plaquettes sont interconnects 
conformement au procede selon l'une des revendications 
precedentes . 
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